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⚫  8月 2日，UCIe宣布阿里巴巴加入其董事会，成为首位中国大陆董事，不仅意味着

中国 Chiplet生态圈正在不断壮大，也标志着 UCIe一个新的里程碑。 

⚫ Chiplet 互联标准制定者 UCIe，致力于完善行业生态。UCIe (Universal Chiplet 

Interconnect Express)是一个开放的产业联盟，旨在现有标准基础上制定 Chiplet 之

间的互联标准。UCIe 由 10 家创始企业成立，包括多家芯片代工厂、IP 供应商和芯

片设计巨头等公司，并积极接纳新成员加入，拓宽联盟覆盖范围。目前，多家中国

大陆半导体公司也加入了该联盟，包括芯原股份、芯耀辉、芯云凌、芯和半导体、

奇异摩尔、牛芯半导体、灿芯半导体、忆芯科技、OPPO等。 

⚫ 后摩尔时代 Chiplet 模式加速兴起，兼具设计弹性、成本节省、加速上市三大优

势。进入后摩尔时代，异构集成（HI）和系统级封装（SiP）是重要出路。Chiplet

模式采用不同于 SoC 设计的方式，将大尺寸的多核心的设计，分散到较小的芯片，

再通过先进封装的形式以一种类似搭积木的模式实现整合，更能满足现今高效能运

算处理器的需求；而弹性的设计方式不仅提升灵活性，也能有更好的良率及节省成

本优势，并减少芯片设计时程，加速芯片 Time to market（上市）的时间。综合而

言，相对于 SoC，Chiplet 将有设计弹性、成本节省、加速上市等三大优势。SiP 等

先进封装技术是Chiplet模式的重要实现基础，Chiplet模式的兴起有望驱动先进封装

市场快速发展。 

⚫ 阿里成首位中国大陆董事，技术基础实现共赢。阿里在 Chiplet 领域早有布局，

Chiplet 的发展需要计算框架层面的改革，而阿里云旗下的震旦异构计算开放平台作

为 Chiplet 异构计算框架的潜力已经获得了行业等方面的认可。UCIe 原董事会成员

大多为 AMD、Arm 等海外公司，具备一定技术实力基础的阿里巴巴的加入有望加强

中方在标准制定上的话语权自主权和芯片企业融入全球产业链的能力。而对于 UCIe

乃至整个 Chiplet 行业而言，具备庞大客户基础、丰富应用场景和异构计算框架开发

能力的阿里的加入，有助于行业生态的进一步完善，Chiplet领域有望加速扩张。 

 
⚫ 我们看好 SiP先进封装领域和 Chiplet领域，建议关注环旭电子、长电科技、通富微

电、晶方科技、华天科技、芯原股份。 

⚫ 同时建议关注先进封装上游设备供应商中的先进封装涂胶显影设备龙头厂商芯源

微，以及测试设备供应商长川科技、华峰测控等。 

 

风险提示 

⚫ A 股相关公司在先进封装及 Chiplet 市场中竞争力减弱，失去份额。行业标准协议等

推进缓慢，发展生态不够完善，增长速度不及预期。 
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引言 

8月 2日，UCIe宣布阿里巴巴加入其董事会，而阿里云异构计算首席科学家张伟丰博士表示，作

为通用和开放标准，UCIe 将为全球 Chiplet 生态圈带来互操作与成本方面的巨大效益，阿里巴巴

将与其他关键产业伙伴携手，共同推动 Chiplet 生态繁荣。阿里巴巴作为首位中国大陆成员加入

UCIe董事会，不仅意味着中国 Chiplet生态圈正在不断壮大，也标志着 UCIe新的里程碑。 

图 1： 阿里巴巴加入 UCIe 董事会 

 
数据来源：UCIe、东方证券研究所 

 

阿里加入 Chiplet 互联标准制定联盟 UCIe，技术基础
实现共赢 

Chiplet 互联标准制定者 UCIe，致力于完善行业生态。UCIe (Universal Chiplet Interconnect 

Express) 成立于 2022年 3月，是一个开放的产业联盟，旨在制定Chiplet之间的互联标准。UCIe

由 10 家创始企业成立，包括多家芯片代工厂、IP 供应商和芯片设计巨头等公司，并积极接纳新

成员加入，拓宽联盟覆盖范围。目前，多家中国大陆半导体公司也加入了该联盟，包括芯原股份、

芯耀辉、芯云凌、芯和半导体、奇异摩尔、牛芯半导体、灿芯半导体、忆芯科技、OPPO等。 

图 2：UCIe 联盟成员 

发起人（Promoter） 

 
贡献者（Contributer） 

   

数据来源：UCIe、东方证券研究所 
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后摩尔时代 Chiplet 模式加速兴起，兼具设计弹性、成本节省、加速上市三大优势。进入后摩尔

时代，异构集成（HI）和系统级封装（SiP）是重要出路。Chiplet模式采用不同于 SoC设计的方

式，将大尺寸的多核心的设计，分散到较小的芯片，再通过先进封装的形式以一种类似搭积木的

模式实现整合，更能满足现今高效能运算处理器的需求；而弹性的设计方式不仅提升灵活性，也

能有更好的良率及节省成本优势，并减少芯片设计时程，加速芯片 Time to market（上市）的时

间。综合而言，相对于 SoC，Chiplet将有设计弹性、成本节省、加速上市等三大优势。SiP等先

进封装技术是 Chiplet 模式的重要实现基础，Chiplet 模式的兴起有望驱动先进封装市场快速发展。 

图 3： Chiplet 实现异构集成 

 
数据来源：Intel、东方证券研究所 

 

先进封装市场有望快速成长。根据 Yole development 的预测，全球先进封装市场规模有望从

2020年的约 260亿美元提升至 2025年的约 380亿美元，CAGR达 8%。 

图 4：先进封装市场规模有望快速增长 

 
数据来源：Yole、东方证券研究所 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

先进封装市场规模（亿美元）



 
 
 

电子行业动态跟踪 —— 阿里加入Chiplet互联标准制定联盟UCIe，技术基础实现共赢 

 

  

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 

6 

现有标准制约 Chiplet 普及应用。如今的 Chiplet 设计使用专有互联技术连接裸片，这限制了

Chiplet的普及。QP Technologies母公司 Promex的总裁兼 CEO Richard Otte表示:“标准化是

Chiplet成为新 IP的最大障碍，必须在 Chiplet之间建立标准/通用的通信接口。”CXL（Compute 

Express Lind）等现行标准还无法真正将不同公司、类型、工艺的 Chiplet 像积木般互联，因此

UCIe 致力于在 CXL 和 PCIe 协议的基础上提供高带宽、低延迟、节能且具有成本效益的封装连

接，构建完善生态，使之成为异构封装芯粒未来片上互联标准。 

图 5：UCIe1.0 定义的两种封装技术 

 
数据来源：UCIe、东方证券研究所 

 

阿里成首位中国大陆董事，技术基础实现共赢。阿里在 Chiplet 领域早有布局，Chiplet 的发展需

要计算框架层面的改革，而阿里云旗下的震旦异构计算开放平台作为 Chiplet异构计算框架的潜力

已经获得了行业等方面的认可。今年 6 月，在纽约举行的国际计算机架构顶会 ISCA2022 上，由

阿里云基础设施异构计算团队张伟丰博士牵头发起和组织了第一届 HiPChips 研讨会（高性能

Chiplet 与互联架构国际研讨会），来自阿里云的专家也分享了震旦异构计算平台在 Chiplet 异构

计算框架上的计算进展。UCIe 原董事会成员大多为 AMD、Arm 等美方公司，具备一定技术实力

基础的阿里巴巴的加入打破了美国的垄断，有望加强中方在标准制定上的话语权自主权和芯片企

业融入全球产业链的能力。而对于 UCIe乃至整个 Chiplet行业而言，具备庞大客户基础、丰富应

用场景和异构计算框架开发能力的阿里的加入，有助于行业生态的进一步完善，Chiplet 领域有望

加速扩张。 

图 6：阿里云震旦异构计算加速平台 
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数据来源：凤凰网、东方证券研究所 

 

投资建议 

我们看好 SiP 先进封装领域和 Chiplet 领域，建议关注环旭电子(601231，买入)、长电科技

(600584，买入)、通富微电(002156，未评级)、晶方科技(603005，未评级)、华天科技(002185，

未评级)、芯原股份-U(688521，未评级)。 

同时建议关注先进封装上游设备供应商中的先进封装涂胶显影设备龙头厂商芯源微(688037，买

入)，和测试设备供应商长川科技(300604，未评级)、华峰测控(688200，未评级)等。 

 

风险提示 

A股相关公司在先进封装及 Chiplet市场中竞争力减弱，失去份额。 

行业标准协议等推进缓慢，发展生态不够完善，增长速度不及预期。 
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资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不

适合所有投资者。 

 

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作

出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均

为无效。 

 

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司

事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得

将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。 

 

经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何

有悖原意的引用、删节和修改。 

 

提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证

券研究报告。 
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